PROGRAMA ANALITICA
a disciplinei
TEHNOLOGIE ELECTRONICA

1. Titularul disciplinei: sef lucrari dr. ing. D. IONESCU
2. Tipul disciplinei: DI 409
3. Structura disciplinei:

Numarul de ore pe | Forma de <
. e A Numarul de ore pe semestru
Semestrul saptamana evaluare
cls[rp | fmld e T 7T TP | Total
11 2 - 1 1 colocviu 28 - 14 14 56

4. Obiectivele cursului:

insugirea de cétre studenti a cunostintelor specifice disciplinei Tehnologie electronica;

definirea clara a notiunilor de tehnologie si inginerie;

asimilarea tehnologiei de realizare a conexiunilor prin lipire in electronica;

asimilarea tehnologiei de evacuare a caldurii in electronica;

asimilarea tehnicilor de asamblare a circuitelor imprimate;

dezvoltarea capacitatilor de proiectare a cablajelor imprimate;

asimilarea tehnologiei de realizare a cablajelor 1n electronica;

instruirea studentilor in scopul proiectarii si realizarii unui circuit electronic, plecand de

la functia pe care acesta trebuie sd o realizeze si terminind cu executia, verificarea si

optimizarea cablajului;

¢ introducerea 1n noile tehnologii si structuri specifice packaging-ului modern: proiectarea
cablajelor fara plumb, system-on-a-cip, system-on-a-package (cablaje cu componente
inglobate).

5. Concordanta intre obiectivele disciplinei si planul de invataméant:

Obiectivele cursului sunt in concordanta cu obiectivele din planul de invatamant, pentru
instruirea studentilor pe domeniul Tehnologie electronica, addugind noi valente aplicative
cunostintelor asimilate precum si crearea de aptitudini noi, specifice subdomeniului abordat.

6. Rezultatele invatarii exprimate in competente cognitive, tehnice sau profesionale

insugirea de cétre studenti a cunostintelor specifice disciplinei Tehnologie electronica;

asimilarea tehnologiei de realizare a conexiunilor prin lipire in electronica;

asimilarea tehnologiei de evacuare a caldurii in electronica;

asimilarea tehnicilor de asamblare a circuitelor imprimate;

dezvoltarea capacitatilor de proiectare a cablajelor imprimate;

asimilarea tehnologiei de realizare a cablajelor 1n electronica;

specializarea studentilor in scopul proiectarii si realizarii unui circuit electronic, plecand

de la functia pe care acesta trebuie s o realizeze si terminand cu executia, verificarea si

optimizarea cablajului;

¢ introducerea in noile tehnologii si structuri specifice packaging-ului modern: proiectarea
cablajelor fara plumb, system-on-a-cip, system-on-a-package (cablaje cu componente
inglobate).

7. Proceduri folosite la predarea disciplinei:
e prezentarea cursului cu video-proiectorul;



e utilizarea programelor de calculator pentru proiectarea circuitelor electronice, realizarea
cablajelor si optimizarea acestora (inclusiv verificari de compatibilitate);

e cerinte la examinare: nsusirea notiunilor din curs; realizarea completd a proiectului de
laborator.

8. Sistemul de evaluare:
Evaluarea continua:
Activitatea la seminar / laborator / proiect / practica
Ponderea in nota finala: 25 % - proiect de laborator realizat pe calculator
Testele pe parcurs
Ponderea in nota finala: 0 %
Lucrari de specialitate
Ponderea in nota finald: 5 % - rapoarte, studii de caz pe marginea temei de
proiectare
Evaluarea finala:
Ponderea in nota finala: 70 % - colocviu teorie
Proba: test scris

9. Continutul disciplinei:

a) Curs: NR.
ORE:
INTRODUCERE
TEHNOLOGIE. TEHNOLOGIE ELECTRONICA
Obiectul disciplinei. Definirea notiunilor de tehnologie si inginerie 0.5

Capitolul 1.
TEHNOLOGIA CABLAJELOR IN ELECTRONICA
1.1. CONTACTELE IN ELECTRONICA
1.2. CABLAIJE CU FIRE 0.5
1.2.1. Conductoare filare
1.2.2. Tehnologii de cablare cu fire
1.3. TEHNOLOGIA CABLAJELOR IMPRIMATE 2.0
1.3.1. Istoric. Generalitati
1.3.2. Materiale pentru cablaje imprimate
1.3.3. Tehnologii de fabricare a cablajelor imprimate (Etape tehnologice comune.
Tehnologia substractiva. Tehnologia aditiva. Tehnologii de sinteza.)
1.4. TEHNOLOGIA IMPRIMARII IMAGINII CABLAJELOR IMPRIMATE 1.5
1.4.1. Generalitdti. Obtinerea cliseului fotpgrafic.
1.4.2. Imrimarea desenului prin procedeul fotografic
1.4.3. Imrimarea desenului prin procedeul serigrafic
1.5. TEHNOLOGIA CORODARII 1.0
1.5.1. Generalitdti. Agenti de corodare
1.5.2. Instalatii de corodare
1.5.3. Decontaminarea
1.5.4. Corodarea interiorului gaurilor si inlaturarea bavurilor

Capitolul 2.
TEHNOLOGIA CONEXIUNILOR PRIN LIPIRE IN ELECTRONICA
2.1. GENERALITATI. BAZELE TEORETICE ALE LIPIRII
2.2. ALTIAJE PENTRU LIPITURI MOI 0.5



2.2.1. Generalitdti. Cerinte
2.2.2. Aliaje de lipit pe baza de staniu si plumb

2.3. FLUXURI (FONDANTI) PENTRU LIPIRE 0.5
2.3.1. Generalitdti. Cerinte
2.3.2. Tipuri de fluxuri pentru lipire
2.3.3. Procedee de fluxare
2.4. PREINCALZIREA
2.5. TEHNOLOGII DE REALIZARE A LIPITURILOR IN ELECTRONICA 2.0
2.5.1. Generalitati. Procedee de lipire
2.5.2. Lipirea cu ciocanul de lipit
2.5.3. Lipirea prin imersie in bai statice
2.5.4. Lipirea in unda stationara (in val)
2.5.5. Lipirea prin retopire (Depunerea pastei de lipit. Profilul termic. Procedee de lipire
prin retopire)
2.5.6. Curatarea post-lipire

Capitolul 3.
ASAMBLAREA CIRCUITELOR IMPRIMATE
3.1. GENERALITATI
3.2. RESTRICTII DE PROIECTARE A CABLAJELOR IMPRIMATE 0.5
3.3. PREFORMAREA TERMINALELOR
3.4. POZITIONAREA SI FIXAREA PIESELOR

Capitolul 4.
PROIECTAREA CABLAJELOR IMPRIMATE

4.1. INTRODUCERE. ETAPELE PROIECTARII CABLAJELOR IMPRIMATE
4.2. STRUCTURA SI CONFIGURATIA PLACILOR 0.5
4.3. CARACTERISTICI ELECTRICE ALE CABLAJELOR IMPRIMATE 2.0

4.3.1. Rezistenta conductoarelor imprimate

4.3.2. Curentul prin conductoare imprimate

4.3.3. Capacitate dintre conductoare imprimate

4.3.4. Inductanta conductoarelor imprimate

4.3.5. Impedanta caracteristica a conductoarelor imprimate

4.3.6. Rigiditatea dielectrica. Distanta dintre conductoare imprimate
4.4. ASPECTE MECANICE IN PROIECTAREA CABLAJELOR IMPRIMATE 0.5
(Amplasrea si fixarea placilor. Spatiul disponibil pentru piese. Abateri si tolerante mecanice.)
4.5. PROIECTAREA CABLAJELOR IMPRIMATE CU AJUTORUL CALULATORULUI2.0

4.5.1. Programe folosite; caracteristici.

4.5.2. Etapele proiectarii C.1.

4.5.3. Vrificarea si optimizarea rezulattului.

4.5.4. Verificari de compatibilitate.

Capitolul 5.
TEHNOLOGIA EVACUARII CALDURII IN ELECTRONICA

5.1. SOLICITAREA TERMICA
5.2. REGIM TERMIC STATIONAR SI TRANZITORIU. REGIM PERMANENT 0.5
5.3. TRANSMISIA CALDURII. REZISTENTE TERMICE 0.5

5.3.1. Conductia termica

5.3.2. Convectia termica

5.3.3. Radiatia termica



5.3.4. Transmisia combinata prin convectie si radiatie

5.4. REGIMUL TERMIC AL DISPOZITIVELOR ACTIVE 2.0
5.4.1. Solicitarea termica a dispozitivelor semiconductoare
5.4.2. Rezistente termice la dispozitive semiconductoare
5.4.3. Calculul termic al dispozitivelor fara radiator
5.4.4. Calculul termic al dispozitivelor cu radiator
5.4.5. Calculul radiatoarelor. Aspecte tehnologice privind utilizarea radiatoarelor

5.5. REGIMUL TERMIC AL CONDUCTOARELOR SI COMPONENTELOR PASIVE 0.5
5.5.1. Regimul termic al conductoarelor. Sectiunea conductoarelor
5.5.2. Regimul termic al rezistoarelor
5.5.3. Regimul termic al condensatoarelor

5.6. REGIMUL TERMIC AL ECHIPAMENTELOR ELECTRONICE 1.0
5.6.1. Aspecte generale privind evacuarea cdldurii produse n echipamentele electronice
5.6.2. Récirea cu aer prin convectie naturald, conductie si radiatie
5.6.3. Racirea prin convectie fortatd. Ventilatoare

5.7. TEHNICI DE EVACUARE A CALDURII CU LICHIDE SI CONDUCTE TERMICE,0.5
5.7.1 Récirea cu circulatie de lichid
5.7.2. Récirea prin evaporare
5.7.3. Conducte termice

Capitolul 6.
PROIECTAREA CABLAJELOR FARA PLUMB
6.1. PREZENTAREA CERINTELOR ACTUALE IN REALIZAREA PCB-URILOR 2.0
6.1.1. Norme impuse PCB-urilor actuale si legislatie UE.
6.2. CARACTERISTICILE PROIECTARII CABLAJELOR NEPOLUANTE

6.2.1. Paste de lipit fara plumb. 1.5
6.2.2. Materiale pentru substrat fara halogeni. 1.0
6.3.3. Modificarile impuse in tehnologiile de fabricatie. 2.0
6.3.4. Caracteristicile produsului final. 0.5
Total ore curs...........c..cc....... 28 ore
b) Aplicatii:
Seminarii: -

Proiect:

e proiect de laborator in care se proiecteaza un circuit complex (bloc de alimentare de la
retea a unui circuit electronic de semnal mic, incluzand: transformator, redresor, filtru,
stabilizator), utilizdnd programe dedicate (Mathcad, Mathlab). 14

Laborator:
e se realizeaza si optimizeaza cablajul pentru circuitul proiectat, cu ajutorul programelor

electromagnetice. 14

Total ore aplicatii.................... 28 ore
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